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Abstract (en)
[origin: WO8700080A1] Scratch-free polished diamond is obtained by rubbing a surface of the diamond to be polished against a smooth
complementary diamond surface with sufficient pressure and velocity to heat the surface being polished above the spontaneous thermal degradation
temperature of the diamond. Such method can be used to burnish diamond-on-diamond bearings in as little as ten minutes as compared with up
to three weeks by prior polishing techniques. Excessive thermal degradation of the diamond is avoided by cooling the surface being polished,
preferably by cooling intermittently. The same techniques are usable for other superhard material such as cubic boron nitride.

Abstract (fr)
On obtient un diamant poli sans rayures en frottant une surface du diamant à polir contre une surface de diamant complémentaire lisse avec une
pression et une vitesse suffisantes pour chauffer la surface à polir au dessus de la température de dégradation thermique spontanée du diamant.
Un tel procédé permet de brunir des paliers diamant sur diamant en dix minutes seulement comparées aux trois semaines nécessaires avec
les techniques antérieures de polissage. On évite une détérioration thermique excessive du diamant en refroidissant de préférence de manière
intermittente la surface en cours de polissage. Les mêmes techniques peuvent être utilisées pour d'autres matériaux extrêmement durs tels que du
nitrure de bore à structure cubique.
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